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全球半导体行业周报

HBM4 量产、设备链景气、AI capex 现金流约束与国产存储资本化的全球产业链观察
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本期总判断

本周全球半导体景气由存储和设备两条主线共同确认：Samsung 与 SK hynix 的财报把 HBM、AI 服务器 DRAM、eSSD 和

HBM4 量产推到产业链中心，KLA、Lam、ASM、Teradyne 的结果显示先进逻辑、HBM DRAM、测试和先进封装设备仍处强需

求区间。市场层面，云厂商 AI 资本开支继续扩大，但 Meta、Amazon、Microsoft 的现金流和折旧压力使投资者开始用回报周期

审视 AI 基础设施订单；长鑫科技上市后的高波动和国产 DUV 报道提升中国半导体自主化预期，后续验证落在良率、客户认证、设

备重复订单和出口管制。

执行摘要入口：本期建议优先阅读“重大事件矩阵”“供应链瓶颈与验证指标”“半导体装备制造链专题”和“资本市场表现快照”。
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一、执行摘要：六个关键变化

HBM4 进入量产验证期。SK hynix 披露 HBM4 二季度开始批量出货，Samsung 披露 HBM4 销售扩大和 HBM4E 样品交付，HBM 竞

争已进入客户认证、功耗、封装和长期协议的综合比拼。

设备链强景气获得多家公司财报确认。KLA、Lam、ASM、Teradyne 的收入、毛利和指引显示，先进节点、HBM DRAM、NAND final

test、CPO 和先进封装共同推高设备与测试需求。

AI capex 的约束变量变为现金流、折旧和长期采购承诺。Microsoft、Amazon、Meta 均披露强 AI/云投入，市场同步衡量自由现金流、

收入转化和基础设施利用率。

DRAM 与 NAND 供需曲线分化。TrendForce 判断 2027 年 DRAM 仍偏紧，NAND 在 2027 年下半年可能走向更平衡，存储投资需

分品类、分客户和分认证节奏判断。

端侧和汽车芯片的成本压力显性化。Qualcomm 明确提到记忆体和供应环境挑战，手机/PC/汽车电子将面对存储、MLCC、功率器件和模

组成本传导。

中国存储和设备国产化进入资本市场高敏感期。长鑫科技上市后的交易、国产 DUV 报道和美国/盟友出口管制动向共同影响全球估值，未

经官方确认的设备突破仍应列入待跟踪信号。
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二、本周重大事件矩阵

事件 链条位置 产业含义 核验状态

Samsung Electronics 发布 2Q26 结果：合并收

入 KRW 171.5 万亿、营业利润 KRW 89.5 万

亿，DS 部门收入 KRW 127.5 万亿、营业利润

KRW 89.2 万亿。

存储、Foundry、HBM、

2nm、AI 服务器

三星把本轮景气的财务弹性集中体现在存储业务，HBM4

销售扩大、HBM4E 样品交付、2nm HPC 设计赢单和

base-die 需求共同支撑其半导体板块。

高：Samsung

Newsroom / IR

SK hynix 发布 2Q26 结果：收入 KRW

79.3187 万亿、营业利润 KRW 60.5426 万亿，

营业利润率 76%，并披露 HBM4 二季度开始批

量出货。

HBM、DRAM、NAND、

eSSD、长期协议

SK hynix 的 LTAs 扩展到约 10 家关键客户，HBM、AI

服务器 DRAM 和 eSSD 推高收入、价格和现金流，强化

存储链条议价能力。

高：SK hynix

Newsroom

KLA 4Q FY26 收入 36.58 亿美元，给出下一季

度收入 40 亿美元上下 2 亿美元指引；Lam June

quarter 收入 67.22 亿美元，并给出 81 亿美元

上下 4 亿美元指引。

检测量测、刻蚀、薄膜、先进

封装设备

设备景气由先进逻辑、HBM、先进封装和区域化建厂共

同拉动，过程控制、刻蚀沉积和服务收入成为制造复杂度

上升的价值增量环节。

高：KLA / Lam IR

ASM International Q2 收入首次达到 10.03 亿

欧元；Teradyne Q2 收入 13.29 亿美元，其中

半导体测试收入 11.22 亿美元，记忆体测试创纪

录。

ALD/Epi、先进节点、HBM

DRAM、测试设备

ALD、外延和测试设备受益于 2nm、1.4nm、HBM

DRAM、NAND final test 和 AI 数据中心需求，设备链

景气向细分工艺能力扩散。

高：ASM /

Teradyne 公告

Qualcomm FY26 Q3 收入 99 亿美元，GAAP

EPS 1.87 美元、Non-GAAP EPS 2.21 美元；

公司称记忆体和供应环境仍具挑战，并完成

Modular 收购。

手机 SoC、汽车、IoT、数据

中心、AI 软件

端侧 AI 与汽车增长无法完全抵消手机疲弱和成本压力，

Qualcomm 把非手机收入、数据中心和开放 AI 软件基础

设施作为下一阶段增长抓手。

高：Qualcomm 新闻

稿

Microsoft、Meta、Amazon 相继披露云与 AI

相关结果：Microsoft Azure 增长 43%；Meta

Q2 收入 608 亿美元、成本费用同比增长 55%；

Amazon AWS 增长 37%。

云资本开支、AI 服务器、

GPU/ASIC、网络、存储、

功率

云厂商继续投入 AI 基础设施，但资本开支、自由现金流

和投资回报成为半导体订单能否延续的核心验证项。

高：公司 IR

TrendForce 判断 2027 年 DRAM 仍偏紧，

NAND 供给在 2027 年下半年趋松；AI 需求推动

日韩 MLCC 供应商 6 月出货达到五年高点。

DRAM、NAND、HBM、

MLCC、元器件

AI 服务器同时挤占 DRAM、HBM、eSSD 和高规格

MLCC 产能，终端电子成本压力向 PC、手机、汽车电子

和模组厂扩散。

高：TrendForce

长鑫科技上市后的高波动交易继续牵动全球存储估

值；国产浸没式 DUV 量产报道引发 ASML、日台

韩设备材料链再定价，但该报道仍缺少可验证官方

披露。

中国 DRAM、国产设备、资

本市场、出口管制

中国存储和设备国产化的资本市场信号增强，真实产业影

响仍取决于良率、客户验证、核心零部件寿命、设备重复

订单和出口管制变化。

混合：上交所公告 +

媒体待核验
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三、区域与产业链观察

美国：云厂商 capex 与芯片股波动同步放大

Microsoft、Amazon、Meta 的财报提供了 AI 基础设施需求的强证据，也暴露了自由现金流、折旧和融资结构压力。NVIDIA、AMD、

Broadcom、Marvell、Qualcomm 需要用数据中心收入、ASIC backlog、网络芯片订单和客户长期协议继续证明 AI 投资可持续性。BIS 出

口管制仍使客户用途、转口路径和云访问权限成为订单管理的一部分。

韩国：HBM4、DRAM 价格和 LTAs 形成全球存储最强区域信号

Samsung 与 SK hynix 的二季度结果显示，韩国在 HBM、服务器 DRAM、eSSD、MLCC 和 AI manufacturing 生态中继续拥有全球议价

权。后续竞争不只看季度利润，还要看 HBM4E 认证、客户 LTAs、产能分配、设备交期和三星 Foundry 2nm 客户导入。

中国大陆：中国 DRAM 资本化和设备国产化预期升温

长鑫科技上市把中国 DRAM 龙头置于公开市场披露和估值检验之下。国产 DUV 报道提升自主化预期，但产业影响要通过量产良率、核心零

部件国产化率、客户重复采购和实际工艺节点来核验。SMIC、华虹、中微公司、北方华创、封测三强的订单与验证节奏会成为资本市场再定价

依据。

中国台湾、日本、欧洲与东南亚：先进封装、设备材料和封测冗余继续扩张

中国台湾继续掌握先进制程、CoWoS/SoIC、CPO 相关封装和服务器电源供应能力；日本在 MLCC、材料、检测与高端设备零部件上受益于

AI 需求；欧洲由 ASML、ASM、Infineon、STMicroelectronics 体现高端设备、功率和汽车半导体韧性；东南亚在封测、模组、服务器组

装和供应链冗余中保持战略价值。
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四、产业链穿透框架

链条位置 代表主体 本周穿透判断 后续验证指标

AI 算力芯片/ASIC NVIDIA、AMD、Broadcom、

Marvell、Qualcomm、海光信

息、寒武纪

云厂商披露的 AI 投资继续支撑 GPU、定制 ASIC、网络芯片

和数据中心 SoC 需求；AMD 8 月 4 日财报是下一个验证窗

口。

NVIDIA 8 月 26 日财报、AMD

Q2、云 capex、出口许可、客户

LTAs

晶圆制造/先进制程 TSMC、Samsung、Intel、

SMIC、华虹

Samsung Foundry 披露 2nm HPC 设计赢单和 4nm base-

die 需求；Intel 上期结果仍需用 18A 客户和 Foundry 利用

率继续验证。

2nm/18A tape-out、良率、客户

导入、区域建厂节点

存储/HBM/DRAM/NAND SK hynix、Samsung、Micron、

长鑫科技、长江存储

SK hynix 和 Samsung 财报显示 HBM、AI 服务器 DRAM、

eSSD 与普通 DRAM 景气共振；TrendForce 判断 DRAM

2027 仍偏紧，NAND 2027 下半年供给趋松。

HBM4 量产、HBM4E 样品认

证、DRAM 合约价、NAND

sufficiency ratio、CXMT 募投

执行

先进封装/封测 TSMC、ASE、Amkor、长电科

技、通富微电、华天科技

AI GPU/ASIC、HBM base die、CPO 和高端测试延续对

2.5D/3D 封装、探针卡和系统级测试的需求。

CoWoS/SoIC/FOPLP capex、

Amkor 指引、客户认证、良率与

交期

光互连/网络 NVIDIA、Broadcom、Marvell、

Coherent、Lumentum、中际旭

创

CPO 量产爬坡仍把光引擎、硅光芯片和先进封装置于扩产约束

位置；微软和 Amazon 的云需求继续支撑 800G/1.6T 网络

升级。

CPO switch 出货、光引擎良率、

硅光产能、云网络 capex

设备/材料/零部件 KLA、Lam、ASM、Applied

Materials、TEL、ASML、中微

公司、北方华创

KLA、Lam、ASM、Teradyne 数据显示设备链景气不是单一

EUV 逻辑，刻蚀、沉积、检测量测、测试和先进封装设备同步

受益。

订单积压、下一季指引、区域收

入、中国设备重复订单、关键零部

件寿命

终端需求 云厂商、手机/PC、汽车电子、工

业、AI 终端

云 AI 仍强，手机和 PC 承受记忆体、MLCC 与供应成本压

力；汽车和工业需求重视供应安全、认证周期和质量体系。

云收入、设备开支、手机/PC 出

货、车规订单、渠道库存
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五、供应链瓶颈、价值增量环节与验证指标

瓶颈 形成原因 价值增量环节 代表企业 后续验证点

HBM4 与 AI 服务器

DRAM

GPU/ASIC 单机柜内存容量上升，

HBM 制程、TSV、封装和测试消耗更

多晶圆投入。

HBM4、HBM4E、TSV、KGD

测试、长期供货协议

SK hynix、Samsung、

Micron、TSMC、ASE

HBM4 客户认证、LTAs

条款、DRAM sufficiency

ratio、云厂商 capex

先进制程过程控制 2nm、1.4nm、GAA、背面供电和高层

数 3D NAND 提高缺陷识别和 overlay

要求。

检测量测、CD-SEM、缺陷分类、

良率数据闭环

KLA、Applied

Materials、Hitachi High-

Tech、中微公司、精测电

子

KLA 指引、过程控制订

单、先进节点良率和客户爬

坡

刻蚀/沉积设备与材料 HBM DRAM、先进逻辑和 3D NAND

同时增加薄膜、刻蚀和外延工序复杂

度。

ALD、Epi、CVD/PVD、介质刻

蚀、硅刻蚀、前驱体

Lam、ASM、TEL、北方

华创、中微公司、Entegris

Lam/ASM 指引、材料交

期、腔体稳定性、重复采购

测试与封装能力 AI 芯片、高带宽内存和 eSSD 对测试

覆盖率、并行测试和系统级验证提出更

高要求。

内存测试、SoC 测试、探针卡、

系统级测试、先进封装设备

Teradyne、Advantest、

Amkor、ASE、长电科技

测试设备收入、良率、客户

认证、封装产能

MLCC 与被动元件结构错

配

高规格 AI 用 X6S/X7R 产能挤占消费

级 MLCC，渠道补库放大价格波动。

高容低压 MLCC、车规/服务器电

源元件、分销库存管理

Murata、SEMCO、Taiyo

Yuden、国巨、风华高科

库存天数、现货价格、服务

器订单、终端价格传导

AI capex 现金流约束 云厂商加速采购 GPU、ASIC、网络、

存储和数据中心资产，自由现金流承

压。

长期采购协议、融资结构、资产折

旧、供应链金融

Microsoft、Amazon、

Meta、Alphabet、

NVIDIA、ODM

季度 capex、FCF、云收入

增速、AI 服务收入和订单

取消率

六、政策、出口管制、补贴与供应链安全

BIS 新闻与 EAR 相关页面继续把 AI 芯片、PRC advanced computing ICs、训练/推理用途和转口规避纳入合规重点。半导体企业应把客户

尽调、用途审查、云访问控制、转售限制和售后服务条款纳入订单前置流程。

美国国会围绕 MATCH Act 的讨论继续影响 ASML、Tokyo Electron、Nikon、Canon、Lam、KLA、Applied Materials 以及中国大陆晶

圆厂的长期预期。欧洲、荷兰、日本和韩国的政策协调会决定先进设备服务、备件、升级和既有客户支持的边界。

补贴和产业政策的真实效果要用项目拨款、厂房建设、设备交付、良率爬坡、客户认证和本地供应商导入衡量。AI 数据中心和晶圆厂同时竞争

电力、冷却、工程人才和高纯材料，供应链安全正在延伸到能源与园区基础设施。

七、技术与产品趋势

先进制程：Samsung 披露 2nm HPC engagements，TSMC 与 Intel 的后续验证将集中在良率、客户 tape-out 和量产节奏。

EUV/High-NA EUV 与 DUV：ASML 仍掌握 EUV 和 High-NA EUV 关键能力；国产 DUV 报道必须等待客户量产和可靠性数据。

HBM/DRAM/NAND：HBM4、HBM4E、SOCAMM、DDR5 和 eSSD 是本周最强产品组合，DRAM 供需紧张程度高于 NAND。

Chiplet 与先进封装：HBM base die、AI ASIC、CPO switch 和高速网络让 CoWoS、SoIC、FOPLP、COUPE、探针卡和系统级测试

继续扩容。

CPO 与光互连：CPO 量产爬坡的主要瓶颈仍是光引擎良率、硅光芯片产能、热管理和先进封装排产。

功率半导体与汽车芯片：汽车和工业需求弱于 AI，但车规认证、可靠性和供应安全仍支撑长期布局。

EDA/IP 与 AI 设计自动化：Arm、Synopsys、Cadence 受益于 AI SoC、chiplet、仿真、TCAD 和软件定义硬件工作流。
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八、半导体装备制造链专题

本周装备制造链的结论更扎实：设备强度由多环节共同确认，KLA 的过程控制、Lam 的刻蚀/沉积、ASM 的 ALD/Epi、Teradyne 的测试均

出现 AI 相关需求拉动。产业链判断应避免只看光刻单点，需同时跟踪工艺复杂度、客户量产节点、先进封装与测试、服务收入和核心零部件供

给。

环节 主要设备/能力 本周判断 核心零部件与瓶颈

光刻 EUV/High-NA EUV、浸没式 DUV、

涂胶显影、掩模

ASML Q2 提高全年销售展望；国产 DUV 报道造成市场波

动，但量产良率、关键零部件和客户验证仍待官方证据。

光源、投影物镜、工件台、掩模、计

算光刻、服务能力

刻蚀 介质刻蚀、硅刻蚀、深硅刻蚀、封装

刻蚀

Lam June quarter 创纪录并给出 81 亿美元收入指引，

HBM、3D NAND 和先进逻辑提高刻蚀价值量。

射频电源、腔体材料、等离子控制、

工艺窗口

薄膜沉积 ALD、Epi、CVD、PVD ASM Q2 收入达 10.03 亿欧元，2nm、1.4nm、HBM

DRAM 和成熟逻辑共同支撑沉积需求。

前驱体、温控、膜厚均匀性、颗粒控

制、材料发现能力

检测量测 缺陷检测、CD-SEM、overlay、光学

计量

KLA 指引显示过程控制需求随 AI 先进逻辑、内存和先进封

装同步扩张。

光学/电子束模块、AI 缺陷分类、数据

闭环、吞吐

离子注入/热处理 高能注入、退火、氧化扩散 功率器件、成熟工艺和先进逻辑继续提供稳定需求，国产替

代以客户工艺窗口稳定为验证依据。

束流控制、真空、功率器件工艺、设

备可靠性

清洗/CMP 单片清洗、批式清洗、CMP 高层数 3D NAND、HBM base die 和 GAA 节点推高表面

缺陷控制要求。

浆料、垫片、化学品、高纯过滤、跨

批次一致性

封装/测试设备 键合、临时键合、减薄、切割、探

针、ATE

Teradyne 记忆体测试创纪录，先进封装与 HBM 使测试设

备和探针卡成为重要验证环节。

探针卡、热控制、并行测试、系统级

验证、翘曲控制
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九、重点企业动态

企业/板块 本周观察 后续验证点

NVIDIA 本周没有财报披露；2Q FY27 财报日期为 2026-08-26。韩国 AI factory 合作、

CPO 与云 AI capex 仍支撑其订单预期，市场同步审视融资结构和出口合规。

8 月 26 日财报、Blackwell/Rubin

交付、HBM 配额、出口许可

TSMC 先进制程与 CoWoS/SoIC 仍是 AI 链条核心供给环节；Samsung 2nm HPC 进展使

先进代工竞争更直接。

2nm 良率、CoWoS 扩产、

Arizona/Japan/Germany 节点、客

户定价

Samsung 2Q26 合并收入和营业利润创高位，DS 部门几乎贡献全部营业利润；HBM4、

HBM4E、DDR5、SOCAMM2 和 2nm HPC 是后续关键词。

HBM4 销售、HBM4E 认证、2nm

mobile/HPC 量产、成本压力

SK hynix 2Q26 创纪录，营业利润率 76%，HBM4 批量出货，约 10 家客户 LTAs 强化中期稳

定性。

HBM4 ramp、HBM4E、CapEx

discipline、DRAM 价格

Micron Q3 FY26 已显示 DRAM/NAND/HBM 需求强劲；本周受 CXMT 和记忆体供给预期

影响股价波动较大。

下一季指引、HBM 认证、

NAND/eSSD 供需、客户 LTAs

Intel 上期 Q2 结果后的验证焦点仍在 18A、Foundry 客户和资本开支纪律；本周设备链强

景气对其美国制造修复提供外部参照。

18A tape-out、Foundry 利用率、

项目节点、毛利率

AMD Q2 FY26 财报定于 2026-08-04 盘后发布，是 AI 加速卡、服务器 CPU、客户端和

中国许可的下周首要信号。

MI 系列订单、数据中心收入、毛利

率、出口许可

Broadcom / Marvell CPO、交换芯片和定制 ASIC 仍受云厂商 AI 网络投资拉动；CPO 量产的封装与光引

擎瓶颈将决定节奏。

ASIC backlog、CPO switch、

800G/1.6T 订单、客户集中度

Qualcomm FY26 Q3 收入 99 亿美元，汽车与 IoT 合计增长，但手机和成本压力明显；Modular

收购强化 AI 软件基础。

非手机收入、数据中心业务、汽车平

台、提价影响

KLA / Lam / ASM / TEL / AMAT KLA、Lam、ASM 本周业绩和指引表明设备链景气覆盖过程控制、刻蚀、沉积、

HBM DRAM、先进节点和服务收入。

订单积压、中国收入占比、出口管

制、服务收入

ASML Q2 已提高全年展望；本周市场对中国国产 DUV 报道反应剧烈，但 EUV/High-NA

EUV 与服务能力仍是先进制程关键屏障。

EUV/High-NA 订单、DUV 中国收

入、MATCH Act/荷日政策

Synopsys / Cadence / Arm 云厂商和芯片公司把 AI EDA、IP、chiplet、仿真和系统架构设计需求继续推高；Arm

本周财报和股价反应显示版税结构仍被审视。

IP 授权、EDA AI、客户 tape-out、

移动端复苏

SMIC / 华虹 / 中微公司 / 北方华创 国产制造和设备链受长鑫上市、国产 DUV 报道和成熟制程需求共同影响；重复订单和

良率证据比单次报道更关键。

客户验证、设备寿命、产能利用率、

出口管制

长鑫科技 / 长江存储 / 封测三强 长鑫上市后成为中国存储链条资本市场锚点；封测企业受 AI/HPC 与车规认证影响。 CXMT 募投、DRAM 价格、HBM 进

展、长电/通富/华天订单

十、投资、并购、融资、产能建设与客户订单

类型 代表事项 产业影响 验证口径

云资本开支 Microsoft、Amazon、Meta 披露 AI/云投入与收入表

现。

半导体需求由 GPU/ASIC 扩展到网络、存储、功

率、冷却、园区和电力。

季度 capex、FCF、云收

入、AI 服务收入

IPO/资本市场 长鑫科技上市后高波动交易延续。 中国 DRAM 龙头成为公开市场定价锚点，存储、设

备、材料和封测链条联动。

上交所公告、募投项目、定

期报告

并购/软件平台 Qualcomm 完成 Modular 收购。 端侧、汽车和数据中心 AI 竞争需要硬件、编译器、

运行时和开发者生态协同。

Qualcomm 公告、产品路

线、客户导入
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类型 代表事项 产业影响 验证口径

设备订单与产能 KLA、Lam、ASM、Teradyne 给出强业绩或指引。 AI 芯片制造复杂度提高，检测量测、刻蚀、沉积和

测试设备获得价值增量。

订单积压、区域收入、设备

交付周期

长期协议 SK hynix 披露与约 10 家关键客户达成 LTAs。 存储厂把 HBM 和 AI DRAM 供需风险转化为更稳

定收入和产能规划。

LTAs、客户集中度、价格

机制、供给承诺
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十一、资本市场表现快照

口径说明：美股采用 OpenAI Finance/Yahoo Finance 最新可得 2026-07-31 收盘附近报价；亚洲和欧洲本币标的以交易所最终收盘为准，部分亚洲跌幅采用公开媒体交

叉报道。以下内容用于产业观察，不构成投资建议。

市场 代表标的 币种 涨跌区间/最新反应 数据来源口径

美国 SOXX、NVDA、AMD、INTC、MU、

LRCX、KLAC、ASML ADR、TSM

ADR、AMKR

美元 最新可得美股交易日为 2026-07-31：SOXX

504.89 美元近乎持平；NVDA 200.75 美元、

+2.99%；AMD 476.15 美元、-1.93%；MU

823.03 美元、-6.00%；LRCX 293.02 美

元、-1.54%；KLAC 182.82 美元、+1.37%。

OpenAI Finance/Yahoo

Finance；单日口径

中国大陆 长鑫科技、SMIC、中微公司、北方华

创、寒武纪、海光信息

人民币 长鑫科技上市首周无涨跌幅限制，7 月 29 日媒体披

露收于 52.95 元、+12.66%，市值继续居 A 股前

列；设备和存储链条受国产化预期带动。

上交所公告、北京日报/证

券时报、公开行情

香港 SMIC H 股、华虹半导体、上海复旦、

ASMPT

港元 港股半导体受 A 股存储热度、外资风险偏好和美股 AI

波动共同影响，本周以高波动为主。

港交所、公开行情

中国台湾 TSMC、ASE、联发科、日月光投控、

台达电

新台币/美元

ADR

TSM ADR 2026-07-31 最新可得为 404.25 美元、

+0.26%；本币半导体链条受先进封装、CPO、服务

器电源和台币汇率影响。

OpenAI Finance/Yahoo

Finance、台交所待复核

韩国 Samsung Electronics、SK hynix、

SEMCO

韩元 财报基本面强劲，但 7 月 28 日韩国存储股曾因 AI

估值、CXMT 和国产 DUV 报道出现 7%-11% 区间

的日内/单日回撤报道。

KRX、

Reuters/Times/Guardian

交叉口径

日本 Tokyo Electron、Disco、Lasertec、

Renesas、Murata、Taiyo Yuden

日元 设备股跟随全球 AI 半导体波动；Murata、Taiyo

Yuden 受 AI 用 MLCC 出货改善支撑。

TSE、TrendForce、公开

行情

欧洲 ASML、ASM International、

Infineon、STMicroelectronics

欧元/美元 ADR ASML ADR 2026-07-31 为 1629.00 美

元、-1.23%；ASM Q2 强劲但高预期下股价仍对指

引和估值敏感。

ASML/ASM IR、OpenAI

Finance/Yahoo Finance
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十二、管理观察与行动建议

战略：企业应把 HBM4、CPO、先进封装、设备、AI capex、国产替代拆成不同议题，分别设定客户认证、产能、良率、现金流和合规指

标。

组织管理：先进制造项目需要研发、工艺、设备、质量、采购、法务合规、财务和客户工程联合 PMO，直接管理爬坡节奏和异常关闭。

数字化与 AI 应用：优先建设良率数据湖、缺陷自动分类、设备预测性维护、供应链风险看板和客户认证知识库。

供应链管理：对 HBM、MLCC、探针卡、硅光芯片、光引擎、前驱体、射频电源和关键备件建立二级供应商地图。

研发管理：把 tape-out、工艺窗口、可靠性验证、量产良率、客户样品认证和成本模型放入同一里程碑体系。

全球化经营：出口管制、关税和客户用途限制应写入合同、CRM、订单审批、云访问权限和售后流程。

质量体系：AI 服务器和车规业务同时要求高可靠性，供应商导入要强化 PPAP、失效分析、批次追溯和变更控制。

十三、供需、价格、库存、资源配置与风险信号

维度 当前判断 风险信号 验证指标

AI 服务器需求 Microsoft、Amazon、Meta 的披露继续支撑 AI

服务器、GPU/ASIC、网络、存储和电源需求。

FCF 压力扩大、capex 下调、数据中心

延期、客户取消长期采购。

云 capex、RPO、AWS/Azure/广告 AI

收入、ODM 出货

DRAM/HBM SK hynix、Samsung 和 TrendForce 共同确认

HBM 与服务器 DRAM 偏紧。

HBM4 认证延期、普通 DRAM 价格过快

传导、终端需求受抑。

HBM4 出货、LTAs、合约价、

sufficiency ratio

NAND/eSSD AI 服务器和高容量 SSD 支撑需求，TrendForce

判断 2027 下半年供给可能趋松。

新增产能集中释放、消费电子疲弱、库存

回升。

eSSD 订单、NAND 合约价、库存周转、

QLC 采用

MLCC/元器件 AI 用高规格 MLCC 产能挤占消费级产品，渠道价

格波动加大。

渠道囤货、终端成本传导失败、现货价格

回落。

库存天数、日韩供应商月出货、现货价格

设备订单 KLA、Lam、ASM、Teradyne 指引支持设备强周

期。

出口限制升级、客户 capex 延后、设备

交付瓶颈。

订单积压、区域收入、服务收入、客户验

收

人才与能源 晶圆厂和 AI 数据中心同时争夺工程人才、电力、冷

却和园区资源。

并网延期、项目超支、人才流失、能源价

格上行。

招聘计划、PUE、项目里程碑、电力合同

十四、半导体知识点

知识点一：HBM4

一句话定义：HBM4 是面向新一代 AI GPU/ASIC 的高带宽内存，依赖更高堆叠、更复杂 TSV、base die、先进封装和客户协同设计。

为什么本周重要：SK hynix 披露 HBM4 二季度开始批量出货，Samsung 披露 HBM4 销售扩大和 HBM4E 样品交付，HBM4 已进入客户

认证与产能分配的关键阶段。

企业/投资/管理含义：HBM4 判断不能只看价格，还要看客户 LTAs、良率、功耗、封装排产、测试覆盖率和供应链协同能力。

知识点二：过程控制（Process Control）

一句话定义：过程控制是利用检测、量测、缺陷分类和数据闭环管理晶圆制造及封装过程的关键能力。

为什么本周重要：KLA 指引显示 AI 先进逻辑、内存和先进封装增加了过程控制需求，复杂工艺中的缺陷识别直接决定良率和交付。

企业/投资/管理含义：先进制造的管理重点应包含缺陷数据治理、设备参数闭环、跨批次追溯和工程师快速复盘机制。
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十五、下周待跟踪信号

AMD 2026-08-04 Q2 财报：MI 系列、数据中心收入、毛利率和中国许可表述。

长鑫科技上市后公告、交易稳定性、募投项目节奏和客户结构披露。

NVIDIA 8 月 26 日财报前的 Blackwell/Rubin 交付、HBM 配额、CPO 和出口许可消息。

BIS、荷兰、日本、韩国和中国台湾关于 AI 芯片、设备服务、EDA/IP 和转口合规的更新。

TrendForce、SIA/WSTS、SEMI 对 DRAM、NAND、MLCC、设备和先进封装的最新公开口径。

Microsoft、Amazon、Meta、Alphabet 后续 capex、自由现金流、数据中心利用率和 AI 收入转化。

国产 DUV 报道的官方披露、客户验证、设备交付、核心零部件和量产良率证据。
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十六、来源附录与链接

来源分层：公司公告、投资者关系材料、政府/监管/交易所公告和产业机构公开数据优先；媒体报道用于交叉核验和待跟踪信号。未经官方确认的国产 DUV、客户订单或融

资传闻未作为确定事实写入结论。

来源 日期 用途 链接

Samsung Newsroom 2026-

07-30

2Q26 results;

DS, Memory,

Foundry,

HBM4/HBM4E

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-second-

quarter-2026-results

SK hynix Newsroom 2026-

07-29

2Q26 results;

HBM4 mass

shipments; LTAs

https://news.skhynix.com/en/q2-2026-business-results/

KLA IR 2026-

07-28

FY26 Q4 results

and FY27 Q1

guidance

https://ir.kla.com/news-events/press-releases/detail/518/kla-corporation-

reports-fiscal-2026-fourth-quarter-and-full

Lam Research IR 2026-

07-29

June quarter

results and

September

quarter guidance

https://investor.lamresearch.com/2026-07-29-Lam-Research-Corporation-

Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-June-28%2C-2026

ASM International 2026-

07-28

Q2 2026 results;

ALD/Epi, HBM

DRAM and

leading-edge

logic demand

https://www.globenewswire.com/news-

release/2026/07/28/3334553/0/en/asm-reports-second-quarter-2026-

results.html

Teradyne 2026-

07-28

Q2 2026

semiconductor

test and memory

test results

https://www.nasdaq.com/press-release/teradyne-reports-second-quarter-

2026-results-2026-07-28

Qualcomm 2026-

07-29

FY26 Q3 results

and Modular

acquisition

https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/07/qualcomm-announces-

third-quarter-fiscal-2026-results

Microsoft IR 2026-

07-29

FY26 Q4 results;

Azure and cloud

growth

https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-

release-webcast

Meta IR 2026-

07-29

2Q26 results; AI

and cost/capex

pressure

https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-

Reports-Second-Quarter-2026-Results/default.aspx

Amazon IR 2026-

07-31

Q2 2026 results;

AWS, AI and

chips run-rate

https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-

details/2026/Amazon-com-Announces-Second-Quarter-Results/

TrendForce 2026-

07-30

2027 DRAM

tightness and

NAND balance

outlook

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260730-13158.html

TrendForce 2026-

07-28

AI demand and

MLCC

shipment/price

pressure

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260728-13155.html
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https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-second-quarter-2026-results
https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-second-quarter-2026-results
https://news.skhynix.com/en/q2-2026-business-results/
https://ir.kla.com/news-events/press-releases/detail/518/kla-corporation-reports-fiscal-2026-fourth-quarter-and-full
https://ir.kla.com/news-events/press-releases/detail/518/kla-corporation-reports-fiscal-2026-fourth-quarter-and-full
https://investor.lamresearch.com/2026-07-29-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-June-28%2C-2026
https://investor.lamresearch.com/2026-07-29-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-June-28%2C-2026
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/28/3334553/0/en/asm-reports-second-quarter-2026-results.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/28/3334553/0/en/asm-reports-second-quarter-2026-results.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/28/3334553/0/en/asm-reports-second-quarter-2026-results.html
https://www.nasdaq.com/press-release/teradyne-reports-second-quarter-2026-results-2026-07-28
https://www.nasdaq.com/press-release/teradyne-reports-second-quarter-2026-results-2026-07-28
https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/07/qualcomm-announces-third-quarter-fiscal-2026-results
https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/07/qualcomm-announces-third-quarter-fiscal-2026-results
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-release-webcast
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-release-webcast
https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Second-Quarter-2026-Results/default.aspx
https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Second-Quarter-2026-Results/default.aspx
https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-Second-Quarter-Results/
https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-Second-Quarter-Results/
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260730-13158.html
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260728-13155.html


来源 日期 用途 链接

TrendForce 2026-

07-27

CPO switch

ramp and optical

engine/advanced

packaging

bottlenecks

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260727-13151.html

Shanghai Stock Exchange 2026-

07

长鑫科技 IPO and

STAR Market

disclosure center

https://www.sse.com.cn/listing/renewal/ipo/qsmzq/index_listing_detail.shtml?

uniformCode=91340100MA2MWUT60Q

SIA 2026-

07

State of Industry

and WSTS

market

references

https://www.semiconductors.org/2026-state-of-the-industry-report-historic-

growth-amid-intensifying-global-competition/

BIS 2026-

07

Export control

news and AI chip

guidance

updates

https://www.bis.gov/news-updates

ASML 2026-

07

Q2 2026

financial results

and outlook

reference

https://www.asml.com/en/news/press-releases/2026/q2-2026-financial-

results

OpenAI Finance / Yahoo Finance 2026-

07-31

Representative

market quote

pages; non-

investment-

advice snapshot

https://finance.yahoo.com/

Reuters/AP/FT/WSJ/Nikkei/DigiTimes/EE

Times/SemiEngineering

2026-

07 至

2026-

08

Media and

specialist cross-

checks;

unconfirmed

DUV and market

selloff signals

treated as待跟踪

https://www.reuters.com/technology/
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